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【手続補正書】
【提出日】平成25年7月26日(2013.7.26)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
可撓性を有する回路基板と、該回路基板表面に実装されるイメージ撮像デバイスと、前記
イメージ撮像デバイス上に実装されるレンズハウジングと、前記イメージ撮像デバイス下
方の裏面に取り付けられる補強材と、を備えており、
　前記可撓性を有する回路基板が、可撓性の基層と、該可撓性の基層上に形成される第１
、第２の導電性のトレース層と、イメージ撮像デバイス用の複数の第１接触パッドと、コ
ネクタと、を備え、
　前記第１の導電性のトレース層が、イメージ撮像デバイスの実装される側の第１面上に
設けられており、
　前記第２の導電性のトレース層が、前記第１面の反対の第２面に設けられており、前記
可撓性を有する回路基板を通って前記第１の導電性のトレース層に接続されており、
　前記複数の第１接触パッドが、前記第１の導電性のトレース層に電気的に接続されてお
り、
　前記コネクタが、複数の第２接触パッドを備え、該第２接触パッドが前記第２の導電性
のトレース層に電気的に接続されており、
　前記可撓性を有する回路基板が、第２面側へと曲げて用いられ、前記第１接触パッドの
各々が、前記第１の導電性のトレース層上に接着されるニッケルからなる層と、前記ニッ
ケルからなる層上に接着される金からなる層とからなり、
前記可撓性を有する回路基板が屈曲した状態で、前記コネクタに接続されてなる
ことを特徴とするデジタルカメラモジュール。
【請求項２】
前記レンズハウジングが前記補強材に直接接続されてなる請求項１に記載のデジタルカメ
ラモジュール。
【請求項３】
前記イメージ撮像デバイスと同じ、前記可撓性を有する回路基板の側に実装される少なく
とも１つの電子デバイスをさらに備え、
前記レンズハウジングが、前記可撓性を有する回路基板との接触域を定義し、
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前記補強材が、前記レンズハウジングの前記接触域を超えて延びる延長部を定義し、
前記電気デバイスが前記補強材の前記延長部上の、前記レンズハウジングの前記接触域の
外側に設けられてなる請求項１に記載のデジタルカメラモジュール。
【請求項４】
前記補強材が取り付け開口部及び取り付け柱の一つを含み、
前記レンズハウジングが前記取り付け開口部及び前記取り付け柱の他の一つを含み、
前記取り付け柱が前記取り付け開口内に設けられ、
前記レンズハウジングが、前記取り付け柱及び前記取り付け開口部を介して前記補強材に
直接接続されてなる請求項２又は３に記載のデジタルカメラモジュール。
【請求項５】
可撓性を有する回路基板と、
前記可撓性を有する回路基板に実装されるイメージ撮像デバイスと
を備えたデジタルカメラモジュールであって、
前記イメージ撮像デバイスが、上面と底面を有する集積回路チップを備え、かつ前記イメ
ージ撮像デバイスがセンサアレイを含み、前記底面は前記上面と対向し、前記底面は前記
可撓性を有する回路基板に直接接着され、
前記デジタルカメラモジュールは、前記集積回路チップの下の位置で、前記集積回路のよ
うに、前記可撓性を有する回路基板の反対側に実装され、
前記補強材が、前記可撓性を有する回路基板の反対側に実装される平坦な面を含んでなる
デジタルカメラモジュール。
【請求項６】
前記可撓性を有する回路基板が、可撓性の基層と、導電性のトレース層とを備えてなる請
求項５に記載のデジタルカメラモジュール。
【請求項７】
前記可撓性の基層がポリイミドを含んでなる請求項５に記載のデジタルカメラモジュール
。
【請求項８】
前記可撓性を有する回路基板が複数の接触パッドを含み、当該複数の接触パッドが前記導
電性のトレース層と電気的に結合されてなる請求項６に記載のデジタルカメラモジュール
。
【請求項９】
前記接触パッドが、前記導電性のトレース層上に形成されたニッケル層と、該ニッケル層
上に形成された金の表面層とを備えてなる請求項８に記載のデジタルカメラモジュール。
【請求項１０】
前記可撓性を有する回路基板が、前記トレース層に電気的に結合されたコネクタを含んで
なる請求項８に記載のデジタルカメラモジュール。
【請求項１１】
前記コネクタが前記トレース層上に形成されたコネクタ接触パッドを含んでなる請求項１
０に記載のデジタルカメラモジュール。
【請求項１２】
前記コネクタパッドが、前記導電性のトレース層上に形成されたニッケル層と、該ニッケ
ル層上に形成された金の表面層とを備えてなる請求項１１に記載のデジタルカメラモジュ
ール。
【請求項１３】
前記可撓性を有する回路基板が、前記可撓性の基層の一方の側上の第１導電性のトレース
層と、前記可撓性の基層の反対側上の第２導電性のトレース層を含み、
前記接触パッドが前記第１導電性のトレース層上に形成され、
前記コネクタが前記第２導電性のトレース層上に形成された複数のコネクタ接触パッドを
含んでなる請求項１０に記載のデジタルカメラモジュール。
【請求項１４】



(3) JP 2012-235509 A5 2013.10.10

前記イメージ撮像デバイスが前記集積回路チップ上に形成された接触パッドを含み、
前記集積回路チップの接触パッドと、前記可撓性を有する回路基板の接触パッドの間で直
接の電気的接続をさらに含んでなる請求項８に記載のデジタルカメラモジュール。
【請求項１５】
前記直接の電気的接続が、ワイヤボンディングされた接続である請求項１４に記載のデジ
タルカメラモジュール。
【請求項１６】
前記接触パッドがワイヤボンド接続を形成するのに適している請求項８に記載のデジタル
カメラモジュール。
【請求項１７】
前記トレース層上に形成された接触開口を規定する絶縁層をさらに備えてなる請求項６に
記載のデジタルカメラモジュール。
【請求項１８】
前記絶縁層がソルダーマスクを含む請求項１７に記載のデジタルカメラモジュール。
【請求項１９】
前記補強材がガラス含有エポキシ樹脂を含む請求項５に記載のデジタルカメラモジュール
。
【請求項２０】
前記可撓性を有する回路基板が、前記導電性のトレース層に電気的に結合された複数の接
触パッドを含む請求項５に記載のデジタルカメラモジュール。
【請求項２１】
前記接触パッドが、前記導電性のトレース層上に形成されたニッケル層と、該ニッケル層
上に形成された金の表面層とを備えてなる請求項２０に記載のデジタルカメラモジュール
。
【請求項２２】
前記イメージ撮像デバイス上に実装されたレンズハウジングをさらに備える請求項５に記
載のデジタルカメラモジュール。
【請求項２３】
前記レンズハウジングが前記補強材に結合されてなる請求項２２に記載のデジタルカメラ
モジュール。
【請求項２４】
前記可撓性を有する回路基板が少なくとも１つの取り付け開口部を含み、
前記補強材が少なくとも１つの取り付け開口部を含み、
前記レンズハウジングが前記可撓性を有する回路基板及び前記補強材の前記取り付け開口
部を介して設けられた少なくとも１つの取り付け柱を含む請求項２３に記載のデジタルカ
メラモジュール。
【請求項２５】
前記可撓性を有する回路基板に結合されたコネクタをさらに備える請求項５に記載のデジ
タルカメラモジュール。
【請求項２６】
前記コネクタが、前記可撓性を有する回路の第１面に形成された電気的接触と、
前記可撓性を有する回路基板の反対の面に固定された補強材と、
を備えてなる請求項２５に記載のデジタルカメラモジュール。
【請求項２７】
前記補強材が電気的絶縁材料を含んでなる請求項５に記載のデジタルカメラモジュール。
【請求項２８】
前記補強材が前記可撓性を有する回路基板から電気的に絶縁されてなる請求項５に記載の
デジタルカメラモジュール。
【請求項２９】
前記イメージ撮像デバイス上に実装され、前記補強材に直接接続されたレンズハウジング
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をさらに備える請求項５乃至２２及び請求項２５乃至２８のいずれか１つに記載のデジタ
ルカメラモジュール。
【請求項３０】
前記イメージ撮像デバイス上に実装されたレンズハウジングをさらに備え、当該レンズハ
ウジングが、前記可撓性を有する回路基板との接触域を定義する、請求項５乃至２２及び
請求項２５乃至２８のいずれか１つに記載のデジタルカメラモジュールであって、
前記デジタルカメラモジュールが、さらに前記イメージ撮像デバイスと、前記可撓性を有
する回路基板の同じ側に実装された少なくとも１つの電子デバイスをさらに備え、
前記補強材は前記レンズハウジングの接触域を超えて延びる延長部を定義し、
前記電子デバイスが前記補強材の延長部上の、前記レンズハウジングの接触域の外側に設
けられてなる請求項５乃至２２及び請求項２５乃至２８のいずれか１つに記載のデジタル
カメラモジュール。
【請求項３１】
前記補強材が取り付け開口部及び取り付け柱の一つを含み、
前記レンズハウジングが前記取り付け開口部及び前記取り付け柱の他の一つを含み、
前記取り付け柱が前記取り付け開口内に設けられ、
前記レンズハウジングが、前記取り付け柱及び前記取り付け開口部を介して前記補強材に
直接接続されてなる請求項２９又は３０に記載のデジタルカメラモジュール。
【請求項３２】
カメラモジュールの製造方法であって、
前記方法は、可撓性を有する回路基板を設ける工程と、イメージ撮像デバイスを設ける工
程を含み、当該イメージ撮像デバイスは、上面と底面を含む集積回路チップを備え、さら
に光センサーを含み、前記底面は前記上面と対向し、
前記方法は、前記可撓性を有する回路基板の一部に補強材を取り付ける工程と、当該補強
材の、前記可撓性を有する回路基板の反対側で、前記可撓性を有する回路基板に、前記集
積回路チップの底面を接着することによって、前記可撓性を有する回路基板に、前記イメ
ージ撮像デバイスを実装する工程を含み、
前記補強材を取り付ける工程が、前記可撓性を有する回路基板の前記一部に前記補強材の
平坦面を取り付ける工程を含み、
前記補強材を取り付ける工程が、前記集積回路チッが前記可撓性を有する回路基板に接続
される前に前記可撓性を有する回路基板に前記補強材を取り付ける工程を含んでなる
カメラモジュールの製造方法。
【請求項３３】
前記可撓性を有する回路基板上に導電性のトレースを形成する工程を含む請求項３２に記
載のカメラモジュールの製造方法。
【請求項３４】
前記可撓性を有する回路基板を設ける工程が、前記導電性のトレース上に電気的接触パッ
ドを形成する工程を含む請求項３３に記載のカメラモジュールの製造方法。
【請求項３５】
前記電気的接触パッドを形成する工程が、前記導電性のトレースの接触部上にニッケルの
層を形成する工程と、当該ニッケルの層上に金の層を形成する工程を含んでなる請求項３
４に記載のカメラモジュールの製造方法。
【請求項３６】
前記可撓性を有する回路基板上にコネクタを形成する工程をさらに含む請求項３４に記載
のカメラモジュールの製造方法。
【請求項３７】
前記可撓性を有する回路基板上にコネクタを形成する工程が、前記導電性のトレース上に
コネクタパッドを形成する工程を含む請求項３６に記載のカメラモジュールの製造方法。
カメラモジュールの製造方法。
【請求項３８】
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前記導電性のトレース上にコネクタパッドを形成する工程が、前記導電性のトレースの接
触部上にニッケルの層を形成する工程と、当該ニッケルの層上に金の層を形成する工程を
含んでなる請求項３７に記載のカメラモジュールの製造方法。
【請求項３９】
前記イメージ撮像デバイスの集積回路チップ上の接触パッドと、前記可撓性を有する回路
基板の前記接触パッドの間に、直接の電気的接続を作る工程を含む請求項３４に記載のカ
メラモジュールの製造方法。
【請求項４０】
前記直接の電気的接続を作る工程が、ワイヤボンディングを含む請求項３９に記載のカメ
ラモジュールの製造方法。
【請求項４１】
前記可撓性を有する回路基板を設ける工程が、前記導電性のトレースの層上に絶縁層を形
成する工程を含む請求項３３に記載のカメラモジュールの製造方法。
【請求項４２】
前記可撓性を有する回路基板を設ける工程が、前記導電性のトレース上にソルダーマスク
を適用する工程を含む請求項４１に記載のカメラモジュールの製造方法。
【請求項４３】
前記補強材を取り付ける工程が前記補強材と前記可撓性を有する回路基板との間に接着剤
を塗布する工程を含む請求項３２に記載のカメラモジュールの製造方法。
【請求項４４】
前記補強材は、剛性を有するボード材を含む請求項３２に記載のカメラモジュールの製造
方法。
【請求項４５】
前記可撓性を有する回路基板を設ける工程が、前記可撓性を有する回路基板上に電気的ト
レースを形成する工程と、前記電気的トレースの接触部上に電気的接触パッドを形成する
工程をさらに含み、
前記可撓性を有する回路基板に補強材を取り付ける工程が、前記補強材の少なくとも一部
が前記電気的接触パッドの下に設けられるように、前記補強材を位置づける工程
を含んでなる請求項３２に記載のカメラモジュールの製造方法。
【請求項４６】
前記可撓性を有する回路基板上に前記接触パッドを形成する工程が、前記トレースの接触
部上にニッケルの層を形成する工程と、当該ニッケルの層上に金の層を形成する工程を含
んでなる請求項４５に記載のカメラモジュールの製造方法。
【請求項４７】
レンズハウジングを設ける工程と、
前記レンズハウジングを、前記イメージ撮像デバイス上の前記可撓性を有する回路基板に
取り付ける工程を含んでなる請求項３２に記載のカメラモジュールの製造方法。
【請求項４８】
前記レンズハウジングを、前記可撓性を有する回路基板に取り付ける工程が、前記レンズ
ハウジングを前記補強材に取り付ける工程を含んでなる請求項４７に記載のカメラモジュ
ールの製造方法。
【請求項４９】
前記レンズハウジングを前記補強材に取り付ける工程が、前記レンズハウジング及び前記
補強材の１つに形成された複数の取り付け柱を、前記レンズハウジング及び前記補強材の
他の１つに形成された相補的な複数の開口部を介して挿入する工程を含む請求項４８に記
載のカメラモジュールの製造方法。
【請求項５０】
前記可撓性を有する回路基板が、前記レンズハウジングの光軸と前記イメージ撮像デバイ
スの光軸を一列に並べるための少なくとも１つの一列に並べる特徴を含み、
前記レンズハウジングを取り付ける工程が前記一列に並べる特徴と前記レンズハウジング
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を係合する工程を含む請求項４８に記載のカメラモジュールの製造方法。
【請求項５１】
前記可撓性を有する回路基板上に、コネクタを形成する工程をさらに含む請求項３２に記
載のカメラモジュールの製造方法。
【請求項５２】
前記コネクタを形成する工程が、前記可撓性を有する回路基板の表面上に電気的接触を形
成する工程と、
前記電気的接触と対向する前記可撓性を有する回路基板の第２面に第２補強材を適用する
工程を含む請求項５１に記載のカメラモジュールの製造方法。
【請求項５３】
前記補強材が前記可撓性を有する回路基板から電気的に絶縁されてなる請求項３２に記載
のカメラモジュールの製造方法。
【請求項５４】
可撓性を有する回路基板、
上面と底面を有する集積回路チップを備え、かつセンサアレイを含み、前記底面が前記上
面と対向するイメージ撮像デバイス、
前記イメージ撮像デバイスの前記底面を、前記可撓性を有する回路基板の表面に直接取り
付けるための手段、及び
前記可撓性を有する回路基板の反対側の前記イメージ撮像デバイスの下に位置づけられた
補強材
を備えたカメラモジュール。
【請求項５５】
前記イメージ撮像デバイスを、前記可撓性を有する回路基板に直接接続するための手段を
さらに備える請求項５４に記載のカメラモジュール。
【請求項５６】
前記補強材が前記可撓性を有する回路基板から電気的に絶縁されてなる請求項５４に記載
のカメラモジュール。
【請求項５７】
本体と、前記本体内に含まれる可撓性を有する回路基板とを備えるカメラであって、前記
可撓性を有する回路基板は、第１面と第２面を有し、
前記カメラは、前記可撓性を有する回路基板に取り付けられたイメージ撮像デバイスを備
え、前記イメージ撮像デバイスは、上面と底面を有するダイを備え、かつセンサアレイを
含み、前記底面は前記上面と対向し、かつ前記可撓性を有する回路基板の前記第１面上に
直接結合され、
前記カメラは、前記可撓性を有する回路基板の反対側の前記イメージ撮像デバイスの下に
位置づけられた補強材と、前記可撓性を有する回路基板の前記第１面上に取り付けられた
レンズホルダーとを備え、
前記補強材は、前記可撓性を有する回路基板の反対側に取り付けられた平坦面を含んでな
るカメラ。
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